继续看好AI设备资本开支积极国产设备海内外市场拓展 260914_导读
2026年09月15日 22:05
关键词
光模块 资本开支 采样示波器 设备 1.6T 800G 芯片 国产化率 耦合机 AI基建 叶片 主机厂 燃机 出海 数据中心 东南亚 询价单 景气度 国产化 订单 

全文摘要
光模块设备市场展现多样化竞争格局，国产设备厂商在采样示波器等领域取得显著进展，强调了设备的稀缺性与高壁垒。资本开支、供需旺盛及订单增长为光模块设备带来高资本开支趋势。光模块测试设备的重要性被突出，国产设备厂商面临芯片、样机开发及量产等挑战，但对未来的订单增长及业绩高增长持乐观态度。讨论转向AI基建领域，包括燃气需求增长、模块化数据中心在IDC市场的发展，以及半导体设备的高价值量和国产设备的替代趋势。整体上，对话聚焦光模块设备市场现状、挑战与机遇，以及AI基建领域各子行业的市场动态和投资机会。

章节速览
00:00 光模块设备产业趋势与资本开支分析
对话围绕光模块设备产业的现状与未来趋势展开，指出国内制造业在光模块设备领域的竞争格局多样化，设备稀缺性依旧存在，尤其是采样示波器。光模块赛道的核心支柱包括CSP厂商的资本开支持续增长、供需关系稳定及设备厂商订单环比提升。这些因素共同支撑光模块设备资本开支的高增趋势，预计未来一年将持续强劲。

02:58 光模块测试设备市场：芯片壁垒与国产厂商机遇
光模块测试设备市场因芯片供应限制而面临扩产瓶颈，示波器等核心设备涨价趋势显现。国内厂商在海外厂商产能交接问题下获得发展机会，但芯片自研与流片能力仍是关键壁垒。华信原创等企业有望在国内市场占据有利位置，整体格局尚不清晰，供给稀缺性显著。

06:22 光模块设备市场景气度提升与AI基建展望
对话探讨了光模块设备市场的竞争格局与国产化率，指出日联科技等企业订单增长显著，芯片检测设备及耦合机技术进步带来市场壁垒提升。尽管参与者增多，头部企业仍占据市场主导地位，光模块资本开支投资持续景气，预计未来订单将持续加码，业绩有望高增。随后，对话转向AI基建相关情况的讨论。

09:04 AI基建与燃气产业新进展
对话围绕AI基建及燃气产业近期变化展开，重点提及SpaceX计划建叶片制造厂、GA收购CPP强化上游零件环节，以及国内主机厂如上海电器、东方电器加速海外订单，展现行业出海优势与需求景气。

14:34 燃机及IDC行业海外需求增长与国内项目加速
对话讨论了燃机行业海外需求的爆发式增长，以及IDC行业国内外项目的加速推进。海外方面，美国及非美地区的燃机需求明确，核心零部件产能释放清晰，国产出海加速。国内方面，乌兰察布数据中心规划项目落地快，模块化产能规划翻倍，运营商及IDC公司在相关区域建设持续推进。此外，中信集团在集装箱业务及海工业务上表现突出，业绩拐点和成长性确定。

18:55 PCD设备耗材与新技术方向的投资分析
对话讨论了PCD设备耗材，特别是钻针作为核心耗材的市场前景，指出近期战争产品升级拉动显著，均价提升，新技术对钻针技术要求提高，市场预期偏悲观但基本面正向变化。同时，光模块铣刀需求强劲，推荐关注相关标的。设备角度，新技术如m sap扩产加速，超快激光回流焊等方向表现突出，建议重点关注。

21:30 PCB设备行业新趋势与国产化加速
对话讨论了PCB设备行业的新趋势，特别是m sub扩产加速对高端设备需求的拉动，以及国产化率提升的逻辑。重点提及超快激光设备、高端曝光机和电镀设备的订单增长，以及后道模组环节国产化加速的趋势。推荐标的包括星球微装、东威科技等。

26:13 半导体设备板块分析与推荐
对话围绕半导体设备板块展开，重点讨论了AI先进制程设备需求、HBM紧缺及产能扩产加速，推荐前道晶圆制造设备、后道封装测试设备及玻璃基板相关设备，提及华丰长川、新奇地尔等核心标的，强调国产替代趋势及板块反弹弹性。

发言总结
发言人1
他对投资者汇报了长江机械在三个成长方向的发展情况：光模块AI机电、PCB产业链和AI基建。在光模块领域，指出市场竞争格局多样化，设备仪器仪表广泛参与，且设备稀缺性明显，尤其强调CSP厂商资本开支持续增长，供需稳定，设备厂商订单提升，上市公司业绩强劲增长。特别推荐关注测试设备，基于1.6T设备价格远高于870设备数倍的逻辑，反映出设备高需求。同时，讨论了高壁垒技术如采样示波器芯片供应瓶颈及国产设备在老化测试设备市场的竞争潜力。

在AI基建领域，他指出燃气涡轮制造、叶片产能、精密铸件制造及国内主机厂出海进展，强调了国内外市场需求持续增长，以及对国产设备和材料的积极接受度。

PCB产业链方面，强调钻针作为加工耗材的重要性，以及超快激光回流焊等新技术的市场潜力。对半导体设备，看好先进制程和封装测试设备需求，以及国产替代的机遇。

总体而言，他认为上述领域展现出强劲增长潜力和投资机会，推荐关注特定公司和板块，对后续业绩高增持乐观态度。

要点回顾
在光模块设备领域，您们观察到了哪些竞争格局的变化和设备稀缺性的情况？在光模块测试设备方面，有哪些值得关注的变化和壁垒？
发言人1：我们确实观察到光模块设备赛道的竞争格局呈现出多样化趋势，除了上市企业如耦合机等设备厂商外，还有一级企业积极参与其中。同时，我们注意到采样示波器这一设备存在稀缺性问题，尽管有新进者展示新产品，但真正能提供1.6T光模块采集图像的厂商并不多，这反映出该领域的技术壁垒和集中度。光模块测试设备方面，量价齐升的逻辑十分明显，尤其是1.6T设备相比800G设备售价高出许多。近期由于下游扩产紧张，部分核心设备如示波器出现了涨价趋势，并且由于海外厂商产能交接问题，国内厂商获得了更多的试错机会。这些变化体现出光模块测试设备赛道具有较高的壁垒，其中包括芯片供应瓶颈带来的限制、针对不同光模块设计进行算法调试的定制化需求，以及在量产阶段统筹物料和芯片储备的能力。

您们对于光模块赛道的核心观点是什么？
发言人1：我们认为光模块赛道有三个核心支柱支撑其资本开支的高增长。首先，CSP厂商对未来资本开支的定调将持续高位；其次，供需关系紧张，即使光模块厂商积极扩展，但下游需求旺盛导致价格相对稳定；最后，从设备角度看，本轮景气上行中，我们跟踪到各个设备厂商订单环比月度提升，上市公司的相关季度业绩呈现环比快速增涨。

光模块测试设备中的老化测试设备竞争格局如何？
发言人1：老化测试设备的竞争格局相对激烈，国产化率较高。尽管如此，在这一轮扩产潮中，日联科技子公司正积极接单并快速提升产能，预计未来光芯片设备的检测设备，包括老化设备在内的资本开支会有不错的增长。

在高通量通信设备中，耦合机技术的作用及其在供应链中的重要性如何？
发言人1：耦合机技术在速率网800G、3.2T转换以及CPU、NPU等高通量设备的转换过程中起到关键作用，其技术能力虽边际提升，但也间接提升了设备精度。虽然耦合机设备参与者增多，但在核心供应链，尤其是海外CPU、NPU技术发展相关的供应链中，耦合机的地位显得更为重要。

光博会期间对光模块设备市场有何观察？
发言人1：光博会展示了光模块资本开支投资的进一步景气，尽管设备格局呈现多元化趋势，但核心头部企业仍占据较强市场地位，并展示了众多期待的新型设备及运营情况。预计未来光模块设备订单将持续加码并转化为业绩，对今年光模块设备后续订单成长和业绩高增持较强信心。

AI基建领域近期有哪些变化和进展？
发言人1：燃气轮机赛道中，SpaceX计划建设叶片制造厂，预计未来3-5年内叶片产能将相对紧缺。此外，GA收购了精密铸件龙头公司CPP，增强了其在高温合金叶片制造领域的实力，覆盖了航发、软件等多个领域。主机厂层面，海外需求持续加强，包括非美地区和非数据中心在内的多个应用领域的景气度提升，国内核心零件公司和主机厂出海节奏加快，例如上海电气在马来西亚拿到大F级别燃机总包项目，实现了海外出口。从行业询价情况看，实际询价单超过百台量级，后续海外订单的确定性较强，自主燃机出海赛道将持续推进，新产品研发如90兆瓦级别也将逐步加速。

杰瑞在海外燃机及配套方面的订单情况如何？
发言人1：杰瑞在燃机及配套领域获得了充足的订单，后续交付相对确定，包括2028年和2029年的订单需求也较为明确。此外，还涉及模块化IDC和电力能源综合解决方案的大规模拓展。

国产出海节奏有何变化？
发言人1：国产出海节奏进一步加速，核心零部件产能释放清晰，如应流连德等企业在接单方面表现出较快落地速度，并且业绩兑现的确定性强，尤其是在燃机液冷环节。

国内数据中心模块化建设的情况如何？海外市场及国内其他地区的数据中心建设情况怎样？
发言人1：国内数据中心模块化建设方面，乌兰察布数据中心规划项目落地节奏较快，阿里等公司有明确的产能规划翻倍增长。国内头部运营商在乌兰察布等地的项目持续推进，同时国内IDC公司在相关区域采用模块化建设方式，市场对此有超预期的空间。海外市场如马来印尼等地数据中心建设进展迅速，市场规模扩容明显；国内市场除了乌兰察布外，还有其他数据中心项目快速发展，整体上国内和海外市场都有批量交付和产能释放的积极表现。

对于PCD设备耗材板块的看法？
发言人1：我们坚定认为钻针作为加工TCB的核心耗材是量价力提升的好赛道。近期战争产品升级拉动超预期，龙头产品均价显著提升，且新技术方案对钻针消耗量增大，而市场对此预期较为悲观。从中长期看，板材升级、孔径变小等趋势不变，战争和光模块铣刀需求强劲，因此PCD设备耗材板块值得关注，重点标的包括鼎泰高科、中国高新、明报光电、新锐股份和OK等。

对PCP设备市场的看法及近期关注点？
发言人1：近期应重点关注新技术方向，特别是m sap扩产加速带来的机遇，以及载板级别曝光机、超快激光回流焊等高端设备的订单放量情况。国产化率提升叠加技术进步，将使m sup设备的拉动效应超过下游需求增长，同时国产验证进展顺利，如超科激光、大族数控、英诺激光等厂商在激光、高端曝光机和电镀设备领域取得积极进展。

对于PCBA回流焊环节国产化的进展如何？
发言人1：PCBA回流焊环节，国产设备导入进程加快，富士康在国产化设备验证效果良好，预计今年四季度开始小批量交付，明年大批量交付。此外，还推荐星球微装、东威科技、大足英诺、金拓股份等PCB设备和耗材板块的核心设备标的。

对于半导体设备板块有何观点？
发言人1：半导体设备板块近期催化强化，阿斯迈尔新基地建设启动，EUV产能紧张，AI先进制程设备需求增加，同时HBM紧缺推动先进封装和测试设备价值量提升，叠加国产算力放量和设备国产替代。看好晶圆制造设备、封装测试设备及玻璃基板相关设备，重点推荐华丰长川、新奇地尔、交城等核心标的。

